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１．概要（Summary） 

製品の断面観察を行うためにクロスセクションポリッシャ

装置を使用して断面形状の確認を実施した。 

解析部分までは、断面研磨かブレードダイシングによる

切断にて前処理が必要である。断面研磨の場合は粗研

磨状態では、クロスセクションポリッシャの処理時間が長く

掛かってしまうので、4000 番台以上の研磨シートで研磨

をしないといけないため研磨時間が長く掛かってしまう為、

ブレードダイシングによる切断の方が時間の短縮が出来

てよい。今回は、断面研磨を行うにあたり、ブレードダイシ

ングにて断面解析部分の 100 m 手前までのダイシング

を行った。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー 

クロスセクションポリッシャ(ALD付帯) 

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800) 

 

【実験方法】 

電気特性解析にて不良個所の特定を行い、不良個所

の近傍までダイシングソーにて切断（Fig. 1）し、クロスセク

ションポリッシャにて研磨を実施して、不良個所をSEMに

て観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 の写真を見てわかるようにクロスセクションポリッ

シャを使用すると Cuを材料にした VIAでも Cuがダレ 

ておらず綺麗に観察をすることが可能である。 

ただし、VIAの大きさによっては、削りすぎて消失してし

まう可能性があるため、加速電圧の調整やスイング角度

やスイングパターンの合わせこみが必要である。 

 

 

Fig. 1 Micrograph image of VIA patterns. 

 

Fig. 2 SEM image of VIA patterns with Cu. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


